
「プリント配線板技術ブック」 
 

合成樹脂工業協会 積層板部会 技術委員会では、これまでに 

 

＊「プリント配線板製造・実装時のトラブルシューティング」（第１版、２００６年） 

＊「プリント配線板用銅張積層板の規格と試験法」（第５版、２００２年） 

＊「プリント配線板規格と試験法」（第３版、２０００年） 

＊「IPC 試験規格の抄録集“IPC TM-650”」（第２版、１９９８年） 

 

などの技術情報誌、抄録集を発行しており、会員企業の皆様を中心に日常の仕事に役立てること

ができるような情報誌作りを行ってまいりました。 

本書はプリント配線板業界のみならず、関連する分野の方々にとりましても有益な、プリント配線

板に関わる様々な技術情報等を、携帯に便利な手帳サイズに数多く纏めております。このため、

いつでも現場でも容易に参照することができます。お手元で末長くご活用いただければと編集委

員一同心をこめて編集いたしました。 
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